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RESUMEN
)

5e presenta ¢l método seguido para realizar mediante 1écnicas convencionales el
a8 montaje de superficie de un controlador LCD que se fabrica Gnicamente en el encap-
i sulado para montaje de superficie. Inicialmente, se destaca la importancia que tiene ¢l
dominio de esa técnica para quienes disefian y construyen prototipos a fin de tener
acceso a dispositivos del tipo ASIC,

INTRODUCCION

i Enla actualidad para que un instrumento electrénico sea competitivo debe utilizar
los avances tecnolGgicos mds recientes. Dichos avances consisten, principalmente,
en la disponibilidad de circuitos integrados con niveles de integracién cada vez
mayores. Asimismo, si el producto a disefiar y construir, debe cumplir el requisito,
como es el caso de las computadoras digitales, de compatibilidad es indispensable
utilizar circuitos integrados de aplicacién especifica: ASIC. A fin de tener un
producto competitivo tanto en costo como en tecnologfa.

'1" Los ASIC son circuitos integrados de muy alto nivel de integracién (VLSI)
£4 que integran en un solo encapsulado las funciones que recientemente realizaba una
larjeta de circuito impreso que contenia un nimero considerable de circuitos
integrados y otros componentes. Uno de los mejores ejemplos de la aplicacién de
los ASIC lo constituye el denominado "conjunto de integrados” (chip set) que
permite construir con, tipicamente, s6lo cuatro ASIC una tarjeta de CPU para una
computadora personal del tipo AT.

Debido a su muy alto nivel de integracién los ASIC tienen un gran nimero
de terminales, tipicamente alrededor de cien, se fabrican en encapsulados que
difieren en forma muy notable del encapsulado DIP,

El empleo de los ASIC tiene su mayor influencia, principalmente, en los dos
siguientes aspeclos:

i)El disefio electrénico de productos que deben cumplir requisitos en cuanto a
normas o compatibilidad se ha vuelto, relativamente, sencillo.

ii)El empleo de los ASIC da origen a una serie de problemas, tanto en el disefio
~como en la construccién, que hacen indispen.able el empleo de herramientas de
CAD/CAM.
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MODULO DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA APR

En ¢l disefio y construccidn del médulo de desplicpue, figura 1, del sistema APR a
fin de lograr un prototipo competitivo se hize indispensable utibzar un ASIC, el
controlador de LCD VG-600. La utilizacién de este ASIC hizo necesario realizar
su montaje, mediante técnicas casi artesanales, en circuito impreso utilizando la
técnica de montaje de superficie,

El circuito integrado VG-600 es un controlador de despliegue de cristal
liquido del tipo que utizan las computadoras personales portétiles del tipo LAP-
i OF. El VG-600 reliza Ias iunciones que anteriormente feanzavan i« "2 dor
de video 6845 y otros circuitos enuna tarjetade video de una computadora personal.
Esle circuito se fabrica en un encapsulado, cien terminales, que sélo permite su
montaje en circuito impreso mediante la técnica de montaje de superficie. Cabe
mencionar que si el VG-600 estuviera disponible en ¢l encapsulado PLCC (Plastic
Lead Chip Carrier) serfa posible utilizar una base y el disefio y construccién del
circuito impreso, si bien algo diferente, serfa esencialmente el normal.

DISPOSITIVOS PARA MONTAJE DE SUPERFICIE

Laseparacion entre las terminales de un circuito integrado en un encapsulado DIP

es de 0.1 pulgadas mientras que en dispositive parz montaje de superficie la »
distancia es de 25 a 50 milésimas de pulgada. Ya que los dispositivos, principal-

mente circuitos VLSI, se montan sobre la tarjeta de circuito impreso sus lerminales,

a diferencia de los dispositivos DIP, no atraviesan la tarjeta de circuito impreso.

Asf, ahorran el espacio de las perforaciones y hacen que su montaje sea ideal para

utilizar técnicas automatizadas. Asimismo la reduccién de la distancia entre las
terminales hace més compacto al dispositivo y permite incrementar aproximada-

mente al doble la densidad de las conexiones en un circuilo impreso.

Ya que la técnica de montaje de superficie se origing en la utilizada para el
montaje de componentes pasivos en circuitos integrados del tipo hibrido difiere
nolablemente de la utilizada en el montaje de componentes DIP. Asimismo por su '
conveniencia para montajes automatizados ha dado origen auna serie de productos
orientados hacia la fabricacién masiva de circuitos y que por su alto costo, dados
los niveles de precisién involucrados, estdn fuera del alcance de quiencs wo se’
dedican a la produccién en gran escala. Por lo tanto, quienes disefian y construyen
prototipos deben enfrentar el reto de, mediante técnicas casi artesanales, realizar
el montaje de ese tipo de dispositivos. Ya que en caso de no lograr el dominio de
esa técnica quedardn imposibilitados para aplicar dispositivos ASIC con el resul-
tadode que sus prototipos sean obsoletos, desde un principio, al no ser competitivos
ni a nivel tecnolégico ni de costo.

DISENO DEL CIRCUITO IMPRESQ

Lamayorfade los programas de diseiio asistido por computadora (CAD) orientado -
al desarrollo de circuitos impresos, por ejemplo smART work, OrCAD, ete,, no
tienen en sus bibliotecas configuraciones para los encapsulados de circuitos de
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montaje de superficie. Lo que implica la imposibilidad de utilizarlos en el disefio
de circuitos impresos con ese tipo de dispositivos.

Asf, se tuvo la necesidad de emplear un paquete orientado a disefio industrial

que maneja una escala apropiada para el diseio del circuito impreso del con-

trolador de display VG-600. El paquete utilizado fue el AutoCAD, versi6n 2.17,

que permite manejar perfectamente la distancia entre terminales del circuito

integrado, que es de 25 a 50 milésimas de pulgada, ya que puede manejar una escalas

aun menores. Ya que manejar manualmente escalas de milésimas de pulgada es

practicamente imposible hay necesidad de usar el paquete AutoCAD.Se utilizé el

editory las librerias Gnicamente para dibujar pistas, cfreulos (donas de conexién)

y textos.El proceso se termin6 a mano con el uso de calcomanfas transferibles para

A rellenar los cfrculos donde van colocados las terminales de conexign que comunican
rl; al controlador con el sistema.
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Una vez terminado el disefio del circuito imprese, se obtuvo una impresién,
figura 2, enescala4 a 1 mediante un graficador ya que esta escala permite verificar
si existe algin error y proceder a su correccién

Se utilizaron procesos fotogréficos para lograr el negativo, en pelicula de alto
iraste, enla escala normal (1 a 1),

AUNTAJE DE SUPERFICIE

Con el negativo se procedi6 a elaborar el circuito impreso. Se fabricaron varias
tarjetas a fin de obicser el mejor circuito impreso Posteriormente, la tablilla
‘eccionada se limpié por completo para eliminar los residuos de1 parmiz 1owosen-
Jle utilizado en el proceso de impresién con el fin de garantizar una buena
soldadura se lav6 con detergente y a continuacién se procedi6 a realizar el montaje
utilizando productos empleados en el proceso automatizada.

Antes de comenzar el proceso de soldadura se desengraz? ol circuito con
desengrasante (R-DD-10) yse dié un bafio de fundente (FLUX R-905) gue permite i
una excelente fijacién de la soldadura a las pistas.

Con las pistas perfectamente limpias se procedi6 a estafiarlas, la soldadura .
utilizada tiene una composicién 625n-36Pb-2Ag que es la recomendada por el
fabricante para montaje de superficie, esto es necesario para fijar las terminales del
circuito integrado rdpidamente y evitar un calor excesivo que pueda dafar las pistas
o al mismo circuito. A continuacién se procedi a soldar el VG-600 sobre las pistas
estafadas.

Para llevar a cabo el soldado, se utilizé un cautin con el 4rea de la seccién
transversal de la punta reducida para disminuir 1a superficie de contacto y evitar
con esto posibles puentes de soldadura, corto-circuitos, entre las pistas.Primero se
soldaron las cuatro terminales extremas del circuito integrado y se verificé que las
terminales restantes coincidieran con sus pistas correspondientes. Cada terminal B
se sold6 individualmente y se verific6 por medio ‘de un micrémetro 6ptico.Por
dltimo, se volvié a limpiar con desengrasante para eliminar residuos sélido-
metdlicos que puden ocasionar problemas de contacto 6hmicos que dan origen a
fallas intermitentes en el circuito.
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